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	电话：21-64069881
	委工单号：
	日期：    　　  /         /

	传真：21-64069790
	
	

	*委托公司：
	*电话：         分机：
	*手机：

	*委托人姓名：
	*Mail:
	收件时间：

	*Project Code：
	*委托总数量：     颗 /片，其中备用芯片     颗/片

	*是否有附说明    □是        □否
	*来料类型： □ wafer   □ package   □ die

	                                 *委托项目      请在所需操作试验前，打“√”确认

	操作前评估：     □ 可操作     
                   □ 有良率问题，良率约为      %，原因说明：                            
评估者：           □ 不可操作，原因说明：                                           
                   *如FIB方案良率在50%及以下，业务部将会通知客户，待客户确认签名后，工程部方可操作!

	1.□化性
	□工艺制程预估:                    □Die Size,X:     ,Y:     ；
□了解各层层数，Metal     层;Pass    层;Oxide    层;Poly    层;Polyimide    层

	
	□Decap送回 _______颗                      □取die送回 _______颗
□Decap后先送回测试，再送做FIB _______颗   □Decap后立即做FIB _______颗
□Decap后做EMMI _______颗                  □Decap后立即做LC_______颗
□Delayer：内容__________     _____         □Decap后立即做Probe_______颗
□芯片拍照 (请确认回签“拍照评估表”)

	2. □FIB（请附委托内容说明）□Modification   □Cross Section

	宜特科技(昆山)电子有限公司： 
3. □ESD & Latch-up（请附委托内容说明）     4. □Reliability Testing（请附委托内容说明）

	5. □EMMI 微光显微镜分析
	6. □Assembly（请附委托内容说明）

	7. □Probe Station租用       □雷射切割租用   □LC 液晶热点分析

	8. □SAT 超音波显微镜分析
	9. □X-RAY

	10.□ SEM      □EDX（请附委托内容说明）
	11.□FA整合分析

	12.□其它委托项目（请说明）：

	备注（记录与客户联络事项）：

	*客户签名
	
	接案者
	


第一联：公司存查联(白)       第二联：客户留存联(红)
注：1.为降低其它部门转述延误，客户委案内容请直接发送至工程公共邮箱：
      FIB部门：Fib_cn@isti.com.cn；化性部门：Decap_lab@isti.com.cn；   ESD部门： Esd_cn@isti.com.cn；
      RA部门：Ra_cn@isti.com.cn；封装部门:Assembly_cn@isti.com.cn； FA部门： Fa_cn@isti.com.cn；
2. 打“*”部份为客户必填项；
3. 委托单电子版本，请mail至cs@isti.com.cn行索取。
�
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